
Contact: Plated 50u'' Ni Overa  Contact Au 1u,Pad Au 0.5u

PLATING: 

Electrical:
Current Rating :0.5Amps max(接触阻抗0.5安培）

Contact Resistance:100m  max.(接触阻抗100毫欧最大）
Insulation Resistance:1000M  min./500VDC（绝缘阻抗1000毫欧，电压500V)
Mating Cycles:5,000 Insertions(寿命测试5000次）

Insulator: High Temperature Thermoplastic, UL 94V-0.
Contact: C5210(磷铜C5210)

MATERIAL:

Voltage Rating :5V AC/DC（耐电压5V)
Ambient Temperature Range :-40°C~+85°C(工作环境-40度到+85度）
Storage Temperature Range :-40°C~+85°C(保存环境-40度到+85度）

Shell: Plated 50u'' Ni Overall,Pad Au 0.5u

Reflow peak temp.：260°C ±5°C, 3~5 S（貼片温度260度 3-5秒）

SHELL: SUS301(不锈钢304）

（LCP 475黑色，防火等极UL94V-0）

Specification

（全部镍底50U，焊盘0.5U金）

（端子接触点1U金，焊脚0.5U金）


